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A nedvességre/újraömlesztésre érzékeny felületszerelt
alkatrészek kezelése, csomagolása, szállítása és használata

1 ELŐSZÓ

A felületszerelt alkatrészek (SMDs) megjelenését követően, az újraömlesztő forrasztási folyamat során keletkező
károsodások, mint repedés és delamináció miatt új minőségi és megbízhatósági követelmények kerültek bevezetésre. Ezen
szabvány leírja a nedvesség/újraömlesztési folyamat érzékeny felületszerelt alkatrészek szabványosított felhasználási idejét,
továbbá ezen alkatrészek kezelésével, csomagolásával, szállításával kapcsolatos előírásokat, hogy elkerülhetőek legyenek a
nedvességtartalom/újraömlesztési folyamat miatt bekövetkező hibák. Ezen szabvány kiegészítő dokumentumai a J-STD-020
és J-STD-075 definiálják a besorolási folyamatot, a JEP113 pedig a szükséges jelölésekkel szembeni követelményeket.

A nedvesség a páraáteresztő tokozó anyagokba - a levegő páratartalmának köszönhetően- diffúzió révén kerül be. A
forrasztási folyamat során a felületszerelt alkatrészekkel rendelkező áramköri szerelvényeken lévő alkatrésztokozások
200 °C feletti hőmérsékletnek is ki vannak téve. Az újraömlesztési folyamat során a nedvességnek köszönhető gyors
térfogat növekedés, nem megfelelő anyagpárosítás és a különböző anyagok érintkező felületeinek degradálódása miatt
az alkatrészek kritikus érintkező felületeinél repedés és/vagy delamináció jelentkezhet.

A hagyományos újraömlesztési folyamat során az alkalmazott alkatrészek infra (IR), konvekciós és infra, tisztán konvekciós,
gőzfázisú forrasztásnak (VPR), meleg levegős forrasztó eszközöknek és hullámforrasztásnak (akár teljesen forraszanyagba
merülve) vannak kitéve.

A nem félvezető alkatrészeknél továbbá felmerülhetnek további folyamatérzékenységi kérdések, mint hőigénybevétellel,
folyasztószerrel és tisztítási folyamattal szembeni érzékenység.

1.1 Cél Ezen dokumentum célja az, hogy a gyártók és felhasználók részére szabványosított módszereket biztosítsanak azon
nedvesség/újraömlesztési folyamat érzékeny eszközök kezelésére, csomagolására, szállítására és felhasználására, melyeket
a J-STD-020 vagy J-STD-075 alapján adott nedvességérzékenységi osztályokba soroltak. Ezen módszerek biztosítják, hogy
elkerülhetőek legyenek a nedvesség felszívódás és az újraömlesztési folyamat miatt bekövetkező sérülések, melyek kihatással
lehetnek a gyártási minőségre és a termék megbízhatóságára. A szabványban található előírásokat betartva biztonságos
és sérülésmentes újraömlesztési folyamat biztosítható. Az itt definiált nedvességmentes csomagolási eljárás legalább a
csomagolási dátumtól számított 12 hónapos raktározhatósági időt biztosít.

1.2 Hatáskör Ezen szabvány alkalmazható minden olyan alkotóelemre, mely az áramköri szerelvény összeállításánál
újraömlesztéses forrasztásnak van alávetve, beleértve a műanyag tokozású alkatrészeket, folyamat érzékeny és egyéb
nedvesség érzékeny alkotóelemeket, melyek olyan nedvességáteresztő anyagot tartalmaznak (epoxik, szilikonok stb.)
amelyek a környezeti levegővel kapcsolatba kerülhetnek.

1.3 Szerelési folyamatok

1.3.1 Újraömlesztéses forrasztás Ezen szabvány a tömeggyártásban újraömlesztéses forrasztásnál alkalmazható, ahol infra
(IR), konvekciós/infra, konvekciós, és gőzfázisú (VPR) forrasztást használnak. �em alkalmazandó olyan tömeggyártásban
alkalmazott forrasztásoknál, ahol az alkatrészek belemerülnek a folyékony forraszanyagba (pl. hullámforrasztásnál a
szerelvény alsó felületén található alkatrészek). Azon folyamatoknál, melyek a legtöbb felületszerelt alkatrésznél nem
engedélyezettek és nem szerepelnek az alkatrész osztályozási szabványokban, a szabvány csak alapinformációként
használandó.

1.3.2 Lokalizált fűtés Ezen szabvány alkalmazható olyan esetekben, ahol a nedvesség/újraömlesztési folyamat érzékeny
felületszerelt alkatrészek helyi melegítés révén kerülnek ki- vagy beforrasztásra, pl. meleg levegős kézi forrasztási eljárások.
(Lásd 6. paragrafus.)

1.3.3 Foglalatba ültetett alkatrészek Ezen szabvány nem alkalmazandó olyan felületszerelt alkatrésztokozásoknál, melyek
foglalatba kerülnek beszerelésre és nincsenek olyan újraömlesztési folyamattal egyenértékű hőmérsékletnek kitéve, mint
újraömlesztés folyamat vagy a környező alkatrészek kézi forrasztása. Olyan esetekben sem alkalmazandó a szabvány, amikor
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a szerelvények kezelésénél nem áll fenn sérülés veszély és nem szükségesek a nedvesség miatti elővigyázatossági
intézkedések.

1.3.4 Pontról pontra történő forrasztás Ezen szabvány nem alkalmazandó olyan felületszerelt alkatrésztokozásoknál
ahol csak az alkatrészlábak vannak melegítve forrasztáskor (pl. kézi forrasztás, bélyeges forrasztással sirályszárny lábak
forrasztása, furatszerelt lábak hullámforrasztása). Ebben az esetben az alkatrésztokozás hőelvonása révén jelentősen
alacsonyabb hőigénybevétel jön létre, mint felületszerelt alkatrészek újraömlesztéses forrasztásakor vagy meleg levegős
kézi forrasztáskor. Ekkor a nedvesség miatti elővigyázatossági intézkedésekre nincsen szükség.

1.3.5 Vizes tisztítás A nem üreges felületszerelt alkatrészek felhasználhatósági idejét, a tipikusan rövid idejű vizes tisztítási
folyamat nem befolyásolja (belső nedvesség tartalom). Egyedi szempontok felmerülhetnek a nem hermetikusan zárt tokozású
alkatrészeknél.

1.4 Megbízhatóság Ezen szabványban található specifikációk alapján megvalósított módszerek biztosítják, a felületszerelt
alkatrész tokozások az összeszerelési folyamat alatti és utáni megfelelő megbízhatóságának elérését akkor, ha a felületszerelt
alkatrészek osztályozásra és ellenőrzésre kerültek a J-STD-020, J-STD-075, és/vagy JESD22-A113 környezet állósági
teszteken.

Megjegyzés: Ezen szabványnak nem feladata, hogy az alkatrészrögzítésben résztvevő forraszkötések megbízhatóságáról
szóljon vagy azt biztosítsa.

1.5 Meghatározások és definíciók

1.5.1 Aktív deszikkáns Olyan deszikkáns anyag, ami vadonatúj vagy a gyártói ajánlás szerint kiszárítással az eredeti
specifikáció szintjének megfelelően fel lett újítva.

1.5.2 Jelölő címke Olyan gyári címke, amely olyan információs kódokat tartalmaz melyek párhuzamos vonalakból és
térközökből vagy 2D-s mátrix kódokból kerül kialakításra.

Megjegyzés: A szabvány szemlélete szerint a jelölő címke (vonalkód) a legalacsonyabb szinten lévő szállító dobozon
legyen és a termékazonosítási információkat tartalmazza (pl. alkatrészszám, mennyiség, gyártási azonosítószám, beszállító
azonosítási információ és nedvességérzékenységi szint).

1.5.3 Tömeggyártási újraömlesztéses forrasztás Egyszerre, több alkatrésznél történő újraömlesztéses forrasztás infra (IR),
konvekciós/infra, konvekciós, vagy gőzfázisú (VPR) folyamat révén.

1.5.4 Alkatrész hordozó Alkatrész szalag, tálca, cső vagy egyéb más alkatrész tárolási mód, amiben az eszközöket vagy
alkatrészeket tárolják, szállítják.

1.5.5 Deszikkáns Olyan abszorbeáló anyag, melynek révén alacsony relatív nedvességtartalom biztosítható.

1.5.6 Felhasználhatósági idő Az a megengedhető időintervallum, ami eltelhet a nedvességérzékeny alkatrész párazáró
tasakból való kicsomagolása, szárítószekrényből vagy kiszárító kemencéből való kivétele és a forrasztási folyamat között.

1.5.7 Páratartalom jelzőkártya (HIC) Olyan jelző kártya, amelyre páratartalom érzékeny vegyület van felhordva, mely
lényegesen különböző, könnyen azonosítható színváltozást (színárnyalat) mutat, jellemzően a kékből (száraz) rózsaszínre
(nedves) változik a jelölés színe, amikor a relatív páratartalom növekszik.

Megjegyzés: A páratartalom jelző a párazáró csomagoláson belül a deszikkáns anyaggal együtt található meg, azért hogy
meghatározható legyen a nedvességérzékeny elem csomagolásában uralkodó nedvességtartalom.

15.8 Gyártói tárolási idő (MET) Az a maximális, kumulatív, környezeti feltételek melletti időtartam, ami eltelhet a
kiszárítástól a végfelhasználónak történő kiszállításig.

1.5.9 Párazáró tasak (MBB) Olyan nedvesség érzékeny eszközök csomagolására használt csomagolás, ami megakadályozza
a vízpára behatását.
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